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Clnfineon n | -
~ Optimierte Fertigungsflexibilitat

Flexibilitat = Maximiere Chancen wahrend Marktaufschwiingen

Minimiere die Auswirkung von Marktflauten

B Interne Flexibilitat: DRAM-Fertigungsverbund, Logik-Fertigungsverbund
und Flexibilitat zwischen den beiden

B Externe Flexibilitat: Silicon Foundries und Subcontractors
(Auftragsfertiger) sind wichtige Elemente in Infineons Fertigungskonzept
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C.,.ﬁ,.m Infineons Produktportfolio:
—— Breites Spektrum von DRAM- bis Hochfrequenz-Chips
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Infineon | . .
Q/" Infineons Netzwerk von Scheibenfertigungsstatten

Pioneering 300
Andreas v. Zitzewitz
Dec. 12, 2001
Page 6

Aktueller Minimale
Scheiben- Strukturgrésse
durchmesser in Produktion
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L/' Infineons Netzwerk von Backend-Fertigungsstatten
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Flexibilitat in der DRAM-Chip-Produktion -
ein seit 1998 bewahrtes Konzept
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C.,,’ﬁm,, Flexibilitat zwischen DRAM und Logik:
~ Ein operatives und strategisches Konzept

Operative Vorteile

B DRAM-Chips sind Vorreiter bei der Nutzung fortschrittlicher
Lithographie- und Fertigungs-Techniken

B Das Massenprodukt DRAM-Chip hilft, den Fertigungsprozel}
einzufahren und zu stabilisieren (Logistik, Ausristung,
Auslastung, Technologien)

B Die Produktion von DRAM-Chips optimiert den Fertigungs-
prozeld und unterstitzt das Einbringen von neuen Fertigungs-
standorten und Teams

B Die Massenware DRAM-Chip hilft Nachfrageschwankungen bei
Logik-Chips auszugleichen, die Produktionskapazitat und damit
das Kapital moglichst effizient zu nutzen

Pioneering 300
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C.,,’_ﬁm,, Flexibilitat zwischen DRAM und Logik:
~ EIn operatives und strategisches Konzept

Strategische Vorteile

B Flexibler und stufenweiser Ubergang von der Speicherchip-
zur Logik-Chip-Produktion (z.B. in der Fertigung in Dresden,
Richmond und Hsinchu) - rund 80% der Ausrtstung sind gleich

B |deale technologische Positionierung flr integrierte
Systemldsungen

ohne eDRAM mit eDRAM

Technologie Technologie

Logik-Anteil Logik

SRAM-Anteil Embedded
DRAM

Pioneering 300
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C,,,’ﬁm,, Strategische Partnerschaften zur Technologieentwicklung
- und Chip-Fertigung (Frontend)

Partner bei der Entwicklung von fortschrittlichsten

Technologien

IBM: DRAM-Chips der nachsten Generation und
magnetoresistive RAM-Chips

Toshiba: Ferroelektrische RAM-Chips

IBM and UMC: Fortschrittiche CMOS-Logik-Chips
UMC: embedded Flash-Speicher

Saifun: Multimediaspeicher in Flash-Technik

Enge Zusammenarbeit mit Silicon Foundries

B TSMC: Microcontroller
B ZMD: Chipkarten fur Sicherheitsanwendungen
Pioneering 300 B UMC: Fortschrittiche CMOS- und embedded Flash-Technik
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N Finson Neue Dimension In der Partnerschaft mit
United Microelectronics Corp.

Aufeinander abgestimmte Entwicklung und Fertigung

B Gemeinsame Entwicklung von fortschrittichen Logik-Chips in der
Allianz von IBM / Infineon / UMC

B Vollstindig kompatible Prozesse in Infineon- und UMC-
Fertigungsstandorten (fabs)

Umfangreicher Austausch von Architektur-Plattformen und
Bibliotheken

UMCi - 300-mm-Logik-Auftragsfertiger in Singapur
(Joint-Venture von Infineon und UMC)

2001 Grundsteinlegung, 2003 Betriebsaufnahme
Kapazitat: bis zu 40.000 Wafer im Monat

B Infineons Anteil: 30%, bis zu 37% an der Fertigungskapazitat
Pioneering 300 reserviert
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C,,,’ﬂm,, “Time-to-Market” ist Voraussetzung zur
~Sicherung von Marktanteilen

Geschwindigkeit in der Technologie- und

Produkt-Entwicklung

B Produktionsmethoden werden auch fir unsere ,Entwicklungs-
Fabriken* genutzt, um Durchsatz und Effizienz zu optimieren

B Verkirzte Umsetzung fortschrittlichster CMOS-Technologie
durch Entwicklungs- und Fertigungs-Allianz mit UMC

B Technologie-Portfolio-Programm bei Infineon gestartet, um
Konzentration auf Top-Projekte zu erreichen

B Derzeitige Unterauslastung der Fabriken wird fur beschleunigte
Technologie- und Produktentwicklung genutzt

Geschwindigkeit beim Hochfahren der Kapazitat und

Verbesserung der Ausbeute

B Konzept des Fertigungsverbundes bringt maximale Synergie
A itz zur Verbesserung der Ausbeute

Dec. 12, 2001
Page 14




Infineon
L" Produktions-Management fir die “Design Fabriken”
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C.,,’ﬂm,, “Time-to-Market’-Verklrzung durch Verbesserung
entscheidender Elemente

Geschwindigkeit beim Transfer und der Abstimmung

von Prozessen

B Schneller Transfer und Abstimmung von Prozessen bilden das
Rlckgrat unseres Fertigungsverbundes

B EinfUhrung eines Infineon-weiten Netzes von Prozess-Experten
um transfer-spezifische Teams zu bilden

Geschwindigkeit in der Fertigung

B \Wir sind darauf vorbereitet, neue Markte schnell zu bedienen

B Geschwindigkeit in der Fertigung setzt Optimierung der
Fertigungsprozesse voraus

B Derzeitige Unterauslastung wird genutzt, um die Durchlaufzeiten
ZuU reduzieren

Pioncerindm B Verbesserte Geschwindigkeit wird in den nachsten Aufschwung
Andreas v. Zitzewitz

Dec. 12, 2001 mit Ubernommen
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L' Weltklasse in der Produktivitat
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C,,,’ﬂm,, Komponenten zur kontinuierlichen
- Produktivitatsverbesserung

Strukturverkleinerung im industriellen Spitzenfeld

Kostenvorteile durch Vorsprung in der 300-mm-Technologie

Standiger interner und externer Leistungsvergleich

Optimaler Einsatz von Personal- und Kapital-Ressourcen
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Infineons Chip-Strukturen orientieren sich an der
vordersten Front der technischen Maglichkeiten
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Q/' Vorteile durch Ubergang zur 300-mm-Technologie

Gesamt-Produktivitatssteigerung: 30 %

Relative
VergrolRerung
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Infineon
L Hohes Potential und Flexibilitat in der 300-mm-Produktion
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Richmond, Virginia JV UMCi, Singapur

B Perfekt fir den nachsten Marktaufschwung aufgestellt

B Kapazitatszugang zu vier 300-mm-Scheibenfertigungen

B Kostenreduktion pro Chip bis zu 30%

B DRAM-Produktionshochlauf mit 256-Mbit in 0,14-pum-Technologie
Pioneering 300 B Fortschrittliche Logik-Fertigung in 0,13-pm- / 0,10-um-

Andreas v. Zitzewitz
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L/" Backend Benchmarking: Beispiel flr Kostenfihrerschaft
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Material Eff. in rel. Einheiten

0,60

0,50 Py

ol

0,30 .___g\.\.

0,20

0,10

0,00 ' ! . ;
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

0,60

0,50 \

0,40 \//

0,30 ’\v/‘\d

0.20 -—— g

0,10

0,00

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

c
)
=
o)
<
=
L]
[
-
=
=
L
'
=
Q.
©
X

0,12

0,10
o /

Lo \6\//
B

0.06 E—

0,04

0,02

0,00 ‘
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

—8- |nfineon 8- Competitor A

-~ Competitor N Competitor P




Inrﬂneun
L' Optimaler Einsatz von Mitarbeitern und Kapital

Unsere weltweit tatigen Mitarbeiter sind unser hochstes Gut

B Infineon bietet und fordert globale Karriereperspektiven

B Infineons ,Technical Ladder Program® zielt auf technische
Exzellenz von Weltformat

B Infineons Job Rotation-Programm fordert Wissensaustausch
und ,Best Practise Sharing*

Intelligenter Einsatz von Investitionen

B Aufbau einer Datenbank zur Optimierung der langfristigen
Nutzung der Ausristung im Fertigungsverbund

B Auf Gewinnoptimierung basierende Investitionsplanung
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~ Kundenorientierung
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Inrﬂneun
L' Mittelpunkt unserer Bemthungen: Kundenorientierung

Kundenorientierung in Geschwindigkeit und Zuverlassigkeit

B Termingerechte Lieferung von Mustern and Sttickzahlen

B \Weiterer Ausbau der lokalen Auslieferungszentren und
elektronischen Warenabwicklung

M Ziel ist: 100prozentige Termintreue und Erfullung aller
logistischer Vereinbarungen

Kundenorientierung in Qualitat und Anspruch

B Infineon-weite MalRhahmen zur Qualitatssicherung und Einfihrung
einheitlicher Qualifizierungsprozesse

B Kundenzufriedenheit dient uns als ultimativer Prifstein unserer
Leistungsfahigkeit

B Wir streben erstklassige Positionen bei unseren Hauptkunden an
PIEIEETIY e B Wir konzentrieren uns darauf, unsere Wettbewerber zu tbertreffen
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